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Vor Abtatrfderflir Anderungen der Ansprliche zufelassenen 
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(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING A SMART CARD MODULE FOR CONTACILESS SMART CARDS 

(54) Bezdchnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES CHIPKARTENMODULS FOR KONTAKTLOSE CHIPKARTEN 

(57) Attstract 



A smart card 
module has a coil antenna 
(5) placed on a substrate 
( 1 ) and provided with 
connections (6) connected 
by bond contacts to 
a semiconductor chip 
(3) also placed on the 
substrate (1). 



(57) ZuwimnienftiBwing 

Chipkartenmodul 
mit einer auf einem 
TrflgeilQrper (1) angeord- 
neten Aniennenspule (5), 

deien AnschlOsse (6) mit einem ebcnfalls auf dem TitlgcikOrpcr (1) angeordneten Halbleiterchip (3) durch Bondkontaktc veibundcn sind. 




LEDIGUCH ZUR INFORMATION 



Codes rur Idcntifizicnmg von PCT-Vcitragsstaatcn auf den Kopfb6gcn dcr Schriftcn. die intemaUonalc 
Anmeldungen gem&ss dem PCT vcrOffcntlichcn. 



AT 


Cktankh 


AU 


AuitnUea 


BB 


Bvbadoi 


BB 


Betiko 


BF 


Burkina Fuo 


BG 


BulgvicB 


BJ 


Beaia 


BR 


BnsUkn 


BY 


Bcbnu 


CA 


lUnadA 


CF 


Zentnle Afriluiuscfae Republik 


CG 


Kongo 


CH 


Scbwciz 


a 


Cte d*Ivoiie 


CM 


KaiDcna 


CN 


Chhu 


CS 


Ticfaechoslowakei 


CZ 


TKhechlsche Republik 


DE 




DK 


Dfawmiik 


B5 


Spiaien 


n 




FR 


Pmikitich 



OA 

GB 

GB 

GN 

GR 

HU 

IE 

IT 

JF 

KE 

KG 

KP 

KR 

KZ 

U 

LK 

LU 

LV 

MC 

MD 

MG 

ML 

MN 



Otboo 

VoeinigtM KOoigrekh 



GuiiM 
Griecfac&ltod 
Ungim 
Irltad 



Kenya 
KirsislM^n 

Demokmische VoDniepublik Korea 

Republik Korea 

Kasachrtan 

Lie cfaicn ucin 

Sri Lanka 

Luxembug 



Monaco 

Republik MoUau 

Madagukar 

Mali 

Moogolei 



MR Mauictaniea 

MW Malawi 

NB Niger 

NL Niedertande 

NO Nocwcgen 

NZ Neuseeland 

PL Polcn 

FT Poftugal 

RO Rumtoiea 

RC Runiiche Rderation 

SD Sudan 

SB Scbweden 

St Sk>wenien 

SK Sbwakei 

SN Senegal 

TD Tschad 

TO Togo 

TJ Tvlichikittan 

TT Trinklad und Tobago 

VA Ukxtine 

US Ventnigce Siaaten von Amcfika 
UZ Usbekiiun 
VN Vietnam 



wo 96/07984 



PCT/DE9S/01201 



1 

Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung eines Chipkartenmoduls fUr 
kontaktlose Chipkarten 

Bei kontakt- oder bexiQhrungslosen Chipkarten wird die zum 
Betreiben des in diesen enthaltenen Halbleiterchips notwen- 
dige Energie liber zumindest eine Antennenspule zuge£iUirt, 
wobei meistens eine trans formatorische Obertragung gewdhlt 
wird* Auch der Datentransfer erfolgt lUber diese Spule. 

Es sind dabei sowohl gedruckte, ge&tzte oder galvanisch auf- 
gewachsene Spulen in Streifenleiterform als auch gewickelte 
Lackdrahtspulen Oblich, wobei als Basismaterial £ilr solche 
15 Lackdrahtspulen Kupfer verwendet wird. 

Zur Verbindung der Spule mit dem Halbleiterchip werden zuerst 
die Anschliisse der Spule durch z. B. Erhitzen, Bilrsten, durch 
chemische Behandlung oder Verzinnen abisoliert und dann z. B. 
durch Laserldten, SpaltschweiSen, Ultraschall-SchweiSen, 
Wire-Wrap oder Kleben mit Silberlackkleber kontaktiert. Zur 
Herstellung einer solchen Verbindung sind also jeweils eine 
Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsg&nge bzw. Montageschritte 
n6tig, die auch mehrere Maschinen zu ihrer Durch£\ihrung 
erfordem . 

Aus der DE 37 21 822 CI ist es bekannt, eine Antennenspule 
uber Bondverbindungen mit dem Halbleiterchip zu verbinden. 
Dort muS also zunSchst eine Spule gewickelt werden, deren Bn- 
30 den dann in einem weiteren Arbeitsschritt liber Bondverbindxm- 
gen mit dem Halbleiterchip verbunden werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Ver£ahren zur Herstellung 
eines Chipkartenmoduls £\ir eine kontaktlose Chipkarte 
35 anzugeben, das ein£ach, kostengiinstig und leicht 
automatisierbar ist. 
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Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gem&S Anspruch 1 geldst. 
Bine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung ist in dem 
abh&ngigen Anspruch angegeben. 

5 In erf indvingsgemafier weise werden die SpulenanschlGsse direkt 
auf Kontaktf elder des Halbleiterchips gebondet. Der Bonder 
ist dabei direkt in den Drahtfflhningskopf des Spulenwickel - 
autoinaten integriert, so da& alle Montageschritte mit einer 
Maschine durchgefilhrt werden k6nnen. In besonders vor- 

10 teilhafter Weise wird fflr die Spule ein Aluminiumdraht ver- 
wendet. Dieser ist mehr als halb so leicht wie Kupfer und hat 
auch einen nur etwa halb so grofien Blastizitatsmodul, so daS 
die fertige Karte eine geringere Steifigkeit hat. Diese Art 
des Dickdrahtbondens ist z. B. aus der Leistxaigselektronik 

15 bekannt und wird gut beherrscht, so dafi eine hohe Ausbeute 
erzielt wird. 



In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist der Halblei- 
terchip frei schwebend nur durch die Bondkontakte gehalten in 
20 einer Ausnehraung eines Trftgerkftrpers angeordnet, so dafi er 
gut vor Bruch bei Biegebeanspruchung der Chipkarte geschitzt 
ist. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines AusfVihrungsbei- 
25 spiels mit Hilfe einer Figur nSher erlSutert. Die Pigur zeigt 
dabei eine mftgliche AusfiUirungsform eines erf indungsgetnAfien 
Chipkartenmoduls . 

Ein flacher Tragerk6rper 1 aus flexiblem, nicht leitendem 
30 Material weist eine Ausnehmung 2 auf. In dieser ist ein Halb- 
leiterchip 3 eingesetzt. Der Halbleiterchip 3 weist zwei Kon- 
taktf elder 4 auf, die gegeniiber den Oblichen Chipkontaktfel- 
dem durch z. B. eine Goldauflage vergr66ert sind. Auf den 
Kontaktfeldem 4 sind die Anschliisse 6 einer Antennenspule 5 
35 durch Bondkontakte befestigt. Dabei wurde der Draht, der in 
vorteilhafter Weise aus Aluminium ist, zunAchst auf eines der 
Kontaktf elder 4 gebondet, dann mittels des FOhrungskopfes 
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eines Drahtwickelautotnaten, in den der Bonder integriert ist, 
in mehreren Windungen zu einer Spule gewickelt (in der Figur 
Bind nur zwei Windungen dargestellt, es k6nnen aber auch mehr 
sein} und zum SchluS wieder auf das andere Kontaktfeld gebon- 
5 det. Anschliefiend wird der Halbleiterchip 3 mit der auf 

erf inderische Weise daran befestigten Spule 5 in die Ausneh* 
mung 2 des Tr&gerk6rper8 1 eingesetzt, so daS die Spule 5 auf 
dem TrSgerkfirper 1 angeordnet ist. Der TrSgerkdrper 1 kann 
dabei die Ldnge und Breite einer fertigen Chipkarte haben, so 
10 daS lediglich durch entsprechende Abdeckungen des Trdgerkdr- 
pers die Chipkarte fertiggestelt werden kann, Der Trigerkfir- 
per 1 kann aber auch kleinere Abmessungen als eine Chipkarte 
aufweisen, so daS er als Inlet in einen rahmenf drmigem Mit- 
telteil der Chipkarte eingesetzt werden kann. 
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Pacentansprxiche 

1. verfahren zur Herstellung eines Chipkartenmoduls mit 
folgenden Verfahrensschritten: 
5 - ein Ende eines duimen Drahtes wird auf ein erstes Kontakt- 
feld (4) eines Halbleiterchips (3) gebondet, 

- der Draht wird mittels des Bondkopfes in mehreren windun- 
gen (5) gefuhrt, 

- der Draht wird auf eine zweite Kontaktf 14che (4) des Halb- 

10 leiterchips (3) gebondet, 

- die eine Antennenspule (5) bildenden Drahtwindungen und 
der Halbleiterchip (3) werden auf einem Tr§gerk6rper (1) 
angeordnet . 

15 

2 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daS 
die eine Antennenspule (5) bildenden Drahtwindungen derart 
auf dem Tragerkfirper (1) angeordnet werden, daS der 
Halbleiterchip (3) in einer Ausnehraung (2) des TrAgerkdr- 
20 pers (1) schwebend von den Bondverbindungen der Drahtenden 
(6) gehalten wird. 
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